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micro SMD ウエハ ・ レベル ・ 
チップスケール ・ パッケージ

ご注意 ：日本語のアプ リ ケーシ ョ ン ・ ノ ー ト は参考資料と し て提供し てお り、 内容が
最新でない場合があ り ます。 製品のご使用に際し ては、 必ず最新の英文アプ
リ ケーシ ョ ン ・ ノ ー ト をご確認 く ださ い。
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概要

micro SMD はウエハ ・ レベル CSP (WLCSP) の一種で、 次の  
ような特長を備えています。

1. パッケージ ・ サイズとダイ ・ サイズが同一

2. I/O ピン数あたりの実装面積が最小

3. アンダーフィルの使用は推奨しません。

4. 0.3mm ピッチ、 0.4mm ピッチまたは 0.5mm ピッチのパッド
レイアウト

5. micro SMD とプリント基板の間にインタポーザ不要

6. 鉛フリー ・ ハンダ品と共晶ハンダ品を提供

パッ ケージの構造

Figure 1にmicro SMDパッケージ製品の実例を示します。micro  
SMD パッケージでは、 シリコン IC の回路側にハンダ ・ バンプ
が付いています。 micro SMD パッケージには、 標準タイプと薄 
型タイプがあります。 micro SMD の製造工程ステップは、 標準 
ウエハ製造工程、 ウエハ ・ リパッシベーション、 I/O パッド上の
共晶ハンダ ・ バンプの溶着 ( デポジション )、 ウエハの裏面研
磨 ( 薄型タイプ )、 保護コーティングの塗布、 ウエハ ・ ソート ・
プラットフォームを用いた試験、 レーザ ・ マーキング、 シンギュ
レーション、 そしてテープ＆リールでの梱包です。 パッケージ
は、 標準表面実装アセンブリ技術 (SMT) を使用して PCB 上に
アセンブルします。

FIGURE 1.   Micro SMD 4-30 Bump

micro SMD パッ ケージ ・ データ

パッケージ配列

バンプ数 配列アウトライン

4 2 × 2
5 2 × 1 × 2
6 3 × 2
8 3 × 3 (perimeter)
9 3 × 3 (area)
10 4 × 3 (perimeter)
12 4 × 3 (area)
12 4 × 4 (perimeter)
14 5 × 4 (stagger perimeter)
16 4 × 4 (area)
18 5 × 4 (stagger area)
20 4 × 5 (area)
25 5 × 5 (area)
30 5 × 6 (area)
64 8 × 8 (area)
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micro SMD パッ ケージ ・ データ  ( つづき )

バンプ ・ サイズのオプション

表面実装アセンブ リ に関する考慮事項

micro SMD 表面実装アセンブリ・オペレーションは次のとおりで 
す。

• ハンダ ・ ペーストを PCB に塗布します。

• 標準的なピック ・ アンド ・ プレース装置を使用して部品を搭
載します。

• ハンダ ・ リフローを行い、 洗浄します ( フラックスにより異な
ります )。

表面実装技術 (SMT) の観点で micro SMD が備える特長は次 
のとおりです。

• 標準のテープ＆リールで出荷されるため取り扱いが容易
(EIA-481-1)

• 表面実装部品用の標準的なピック ・ アンド ・ プレース装置
を使用可能

• 標準的なリフロー工程 ( 鉛フリー ・ ハンダ品、 共晶ハンダ
品ともそれぞれ標準フロー互換 )

ラージ ・ ドーム ・ バンプ型 micro SMD: SMT アセンブリの推奨  
方式は、 バンプ径 0.3mm の micro SMD に使用する方式と同 
じです。 ラージ ・ ドーム ・ バンプ型 micro SMD は、 0.17mm 
径のボール型と同じ高さのバンプを実現します。 この結果、 薄
いパッケージ厚が求められるアプリケーションに採用できます。
ラージ ・ ドーム ・ バンプ型 micro SMD のハンダ接合強度は、 
接合あたり 250 g 以上です。 これは 0.17mm 径ボールサイズの 
強度 ( 接合あたり 80 g 以下 ) より高い値ですが、0.3mm 径 micro 
SMD の強度 ( 接合あたり 300 g 以上 ) よりも低い値です。

プ リ ン ト 回路基板のレ イアウ ト

表面実装パッケージでは、 2 種類の PCB ランド ・ パターンが使
用されます。

1. 非ハンダ ・ マスク定義 (NSMD)

2. ハンダ ・ マスク定義 (SMD)

FIGURE 2.   NSMD and SMD Pad Definition

1. NSMD方式は銅エッチング工程をより綿密にコントロールで
きること、 プリント基板面のストレス集中点が低減されること
から、 SMD 方式よりも好ましい方式です。

2. パッケージ下面のハンダ ・ ジョイント ・ スタンドオフを高くす
るために、 銅箔厚を 30μm 未満にすることを推奨します。
銅箔厚が 30μm 以上の場合は、 実効的なハンダ ・ ジョイ
ント ・ スタンドオフが低くなり、 ハンダ接合部の信頼性を損
なう可能性があります。

3. NSMD パッドのパターン設計では、 ランド ・ パッドに接続さ
れる配線パターン幅は、パッド直径の 2/3 以下としなければ
なりません。

推奨パッド寸法を Table 1 に示します。

0.5 mm ピッチ 0.4 mm ピッチ 0.3 mm ピッチ

直径 0.17mm 直径 0.3mm 直径 0.25mm 直径 0.20mm

I/O 数 4 ～ 9 4 ～ 30 4 ～ 64 4 ～ 30
標準パッケージ厚最大 (mm) 0.95  1.05 N/A N/A

薄型パッケージ厚公称 (mm) 0.5 0.6 0.6 0.55

超薄型パッケージ厚 (mm) 0.35 N/A 0.425 (4 ～ 30） N/A

バンプ高 (mm) 0.11 ～ 0.15 0.21 ～ 0.26 0.165 ～ 0.205 0.145 ～ 0.185
パッケージ内での 
バンプ ・ コプラナリティ (mm) ＜ 0.03 ＜ 0.05 ＜ 0.05 ＜ 0.05
出荷梱包形態 テープ＆リール テープ＆リール テープ＆リール テープ＆リール

耐湿性レベル (MSL) レベル 1 レベル 1 レベル 1 レベル 1
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プ リ ン ト 回路基板のレ イアウ ト  ( つづき )

TABLE 1.   Recommended PCB Pad Geometr

プリント基板でパッド内ビア ( マイクロ ・ ビア ) を使用する場合
は、 銅パッド上に十分な濡れ領域が確保でき、 良好なハンダ
付け性を得られる非ハンダ ・ マスク定義 (NSMD) を使用してく
ださい。 また、 マイクロ ・ ビア内壁の銅箔厚みは 15μm 以上
を推奨します。 プリント回路基板上の配線にマイクロ ・ ビアが必
要な場合は、 「オフセット」 ビアの使用を推奨します。

社内評価では、OSP (Organic Solderability Preservative) および   
Ni-Au による基板仕上げ (ENIG) を使用しています。

• Ni-Au (Ni 電気メッキ、 Au 浸せきメッキ ) の場合、 ハンダ ・ 
ジョイントの劣化を避けるため Au の厚みは 0.2μm 未満で
なければなりません。

• ハンダの表面張力で部品が回転しないように、 パッドに接
続される配線パターンの引き出しは、 X 方向と Y 方向に対
してそれぞれ対称でなければなりません。

• ホット ・ エア ・ ソルダ ・ レベリング (HASL) による基板仕上
げは推奨しません。

ステンシル印刷プロセス

• ステンシルの製造では、 レーザ ・ カットを行った後、 電気
研磨を行ってください。

• ステンシルのアパーチャの推奨寸法を Table 2 に示します。

• 9 バンプ以下のスモール ・ バンプ ・ サイズの micro SMD 
パッケージでは、 パッド間を広く保つため、 かつハンダ ・
ブリッジを避けるため、 可能であればランド ・ パッドに対し
てアパーチャをオフセットさせるようにします。 バンプ数が多
いラージ ・ バンプ品ではオフセットの必要はありません。

• 塗布するハンダ・ペーストは、 タイプ 3 ( 粒径 25 ～ 45μm) 
か、 より粒径の細かいものを使用してください。

TABLE 2.   Recommended Stencil Apertures

部品の配置

micro SMD の搭載には標準的なピック ・ アンド ・ プレース装置 
を使用できます。 部品認識と位置合わせは、 以下の方式が使
用できます。

1. 外形認識

2. ボール認識。 ボール認識の場合は、 ピック ・ アンド ・ プ
レース装置の画像認識システムでサイド照明を推奨しま
す。

micro SMD パッケージ搭載時の注意事項を示します。

1. 高精度な実装を行うために、 チップ ・ シュータではなく狭
ピッチに対応したマウンタを使用してください。

2. ハンダ ・ バンプはセルフ ・ センタリングの性質があり、 パッ
ドに対して搭載位置が若干ずれていても位置合わせされま
す。

3. micro SMD パッケージは 1kg の加重に 0.5 秒間耐えられま 
すが、 搭載時の加重はなるべく小さくするか、 またはゼロ
にしてください。 ハンダ ・ バンプがハンダ ・ ペーストに対し
て、 ペーストの高さの 20％以上埋まるように置くことを推奨
します。

ハンダ ・ ペース ト のリ フ ローおよび洗浄

• micro SMD は、 鉛フリー ・ ハンダ品、 共晶ハンダ品とも、 
それぞれ標準リフロー工程を使用できます。 

• micro SMD は、 J-STD-020 により、 4 回までのリフロー ・ オ 
ペレーションに対応しています ( ピーク 260 ℃ )。

• 鉛フリー micro SMD 品と共晶ハンダ ・ ペーストの組み合わ 
せは推奨しません。 この組み合わせは、 実装において、
求められる信頼性基準を満足しない場合があります。

• アンダーフィルの使用は推奨しません。

リ ワーク

micro SMD のリワーク時に注意すべき主な事項は、 次のとおり 
です。

1. micro SMD パッケージのリワークは、 ほとんどの BGA や 
CSP パッケージのリワーク作業と同じです。

2. リワーク時のリフロー工程は、 オリジナル ・ リフロー ・ プロ
ファイルと同様な SMT プロファイルを使用してください。
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リ ワーク  ( つづき )

3. リワーク装置は、 温度プロファイルの設定が可能な局所的
な対流ヒータ、 基板全体を温めるプレ ・ ヒータ、 および位
置合わせのためにパッドとパッケージの画像を重ね合わせ
て表示できるピック ・ アンド ・ プレース機能を備えている必
要があります。

4. 当社ウェブサイト www.national.com/JPN/appinfo/microsmd/
から、 リワークの様子を納めた動画をダウンロードできま
す。

認定

以下の項では、 ハンダ ・ ジョイントの信頼性試験と、 FR-4 を用
いたプリント基板に micro SMD パッケージを実装した場合の機 
械的試験の結果についてまとめています。 試験では、 デイ
ジー ・ チェーン部品を使用しています。 なお製品ごとの信頼性
データは、 各製品のデータシートに記載されています。

ハンダ ・ ジョイントの信頼性認定

1. 温度サイクル試験 : “Guidelines for Accelerated Reliability   
Testing of Surface Mount Solder Attachments” ( 表面実装部      
品の加速信頼性試験のガイドライン ) と題された IPC-SM-
785 規格に基づき試験を行いました。 その試験結果を、
Figure 3 ～ 4、 Table 3 ～ 5 に示します。

FIGURE 3.   Thermal cycling profile specified for the － 40 to 125°C profile with 5 minute ramp and 10 minute hold 
times.

FIGURE 4.   Impact of PCB Pad Size on Reliability for 0.17 mm Bump Package
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認定 ( つづき )
TABLE 3.   Temperature Cycling of 0.5 mm Pitch micro SMD Devices

TABLE 4.   Temperature Cycling of 0.4 mm Pitch micro SMD Devices

TABLE 5.   Temperature Cycling of 0.3 mm Pitch micro SMD Devices
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認定 ( つづき )

2. パッケージ ・ シェア試験 : 製造プロセスの一環として、 ハ
ンダ ・ ボールとパッケージの接合を保証するため、 パッ
ケージ ・ レベルでバンプ ・ シェア ・ データの収集を行って
います。

• 0.5mm ピッチ micro SMD

－ 0.30mm 径ハンダ ・ バンプ : パッケージ ・ シェア強度 
は、 ハンダ接合あたり 200 g 以上です。

－ 0.17mm 径ハンダ ・ バンプ : パッケージ ・ シェア強度 
は、 ハンダ接合あたり 100 g 以上です。

• 0.4mm ピッチ micro SMD

－ 0.25mm 径ハンダ ・ バンプ : パッケージ ・ シェア強度 
は、 ハンダ接合あたり 165 g 以上です。

なおパッケージ ・ シェア強度は、 表面実装アセンブリで使用さ
れた材質や方法により異なる場合があります。

3. 引っ張り強度試験: ハンダ実装された8バンプのmicro SMD  
パッケージにスタッド加工を施し、 垂直上方に対して引っ張
り試験を行いました。 パッケージが基板から剥がれるまで
引っ張り続けました。 平均的なスタッド引っ張り強度は、 ハ
ンダ ・ バンプ径 0.17mm のときハンダ ・ バンプあたり 80g で
した。

FIGURE 5.   Pull Test Carried Out on the SMD 8 Bump (0.17 mm Diameter Bump)

4. 落下試験 : 落下試験の結果を Figure 6 ～ 9 に示します。 落   
下試験は以下の条件で実施しました。

• PCB の厚さ : 0.98mm ± 10％

• ピーク加速度 : 1,500g ± 10％

• パルス持続時間 : 1ms ± 10％

• パルス波形 : 半正弦波

FIGURE 6.   Micro SMD 0.5 mm Pitch, 30 Bumps
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認定 ( つづき )

FIGURE 7.   Micro SMD 0.4 mm Pitch, 36 Bumps

FIGURE 8.   Micro SMD 0.4 mm Pitch, 64 Bumps
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認定 ( つづき )

FIGURE 9.   Micro SMD 0.3 mm Pitch, 36 Bumps

5. 三点曲げ試験 : 三点曲げ試験では、 100mm のスパンで試 
験荷重を加え、 中央に 9.45mm/ 分でたわみを与えました。

たわみが 25mm に達した場合でもハンダ ・ ジョイントの不良
は発生しませんでした。

FIGURE 10.   Board Deflection and Net Resistance (0.17 mm Diameter Bump Package)

6. 曲げ試験 : PCBに一定の周波数でたわみを繰返し与える試 
験です。曲げ試験の結果を Table 6 に示します。デイジー・ 
チェーン・ループの抵抗値が 10％増えた場合を不合格とし
ています。 上記試験に使用した機器を Figure 11、 12 に示  
します。

7. PCB 上のデバイスの推奨搭載位置 : PCB 曲げ試験では下 
記のような結果が得られていますが、部品はできるだけPCB
固定用のネジ / リベット近くに搭載するようにしてください。
合わせて、 PCB に大きなたわみ ( そり ) が生じる領域から
は離して搭載してください。

TABLE 6.   Flex Test Results



10www.national.com/jpn/

A
N

-1
11

2

認定 ( つづき )

Note 1: 曲げスパン : 50mm

Note 2: PCB 厚み : 0.79mm （32mil）

Note 3: 曲げ周波数 : 1Hz

Note 4: 最初の故障 （First Fails 欄） : プランジャ直下の PCB 位置

Note 5: PCB パッド仕上げ : ENIG （無電解ニッケル、 浸せき金）

Note 6: 試験は PCB ビルドアップ ・ タイプには影響を受けない （RCC または ALIVH）

FIGURE 11.   Flex Test PCB Layout
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認定 ( つづき )

FIGURE 12.   Test Setup for Flexural Testing

熱特性

EIA/JESD51-3 に準拠した低効果熱伝導試験基板 (Low
Effective Thermal Conductivity Test Boards) を使用して micro    
SMD パッケージの熱特性評価を行いました。 micro SMD の製 

品の特性は、 製品のダイ・サイズとアプリケーション ( プリント基
板のレイアウトと全体設計 ) に依存します。 θJA の詳細は各製
品のデータシートを参照してください。

micro SMD の実装における注意事項 (NSMD パッ ド を想定 )

PCB 裏面に部品実装

曲げ試験プ ラ ンジ ャ

0.5 mm ピッチ micro SMD (0.17 mm 径 )

推奨 非推奨

プリント基板 145μm ＜パッド直径＜ 185μm パッド直径＜ 145μm または 
パッド直径＞ 185μm

ハンダ ・ マスク定義 (SMD) ではなく 
非ハンダ ・ マスク定義 (NSMD) を推奨。 
ハンダ ・ マスクの開口径≦ 375μm

ハンダ ・ マスクの開口径＞ 375μm

ソルダリング保存用有機コーティング (OSP) 
または Ni-Au 表面処理 ( ただし Au 厚みは 
0.2μm 未満 )

Ni-Au 表面処理で Au 厚みが 0.2μm 以上

HASL 処理

ステンシル 300 × 300μm の角形アパーチャ 275 × 275μm 未満の角形アパーチャ

300 × 300μm を超える角形アパーチャ

レーザ ・ カットと電気研磨 
またはアディティブ法ビルドアップ

化学エッチング

100μm ＜厚み＜ 125μm 厚み＞ 125μm 
または厚み＜ 100μm

ハンダ ・ ペースト Type 3 ( 粒径 25 ～ 45μm) Type 2 または Type 1 ( 粒径＞ 45μm)

部品バンプ合金に合ったハンダ ・ ペースト合
金と実装プロセスを使用する ( 例えば鉛フリー
部品には鉛フリー ・ ペーストと鉛フリー ・ プロセ
スを使用する )

鉛フリーの micro SMD 部品と共晶ハンダ ・ ペーストとの
組み合わせ、 あるいはその逆
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micro SMD の実装における注意事項 (NSMD パッ ド を想定 ) ( つづき )

0.5 mm ピッチ micro SMD (0.3 mm 径 )

推奨 非推奨

プリント基板 245μm ＜パッド直径＜ 285μm パッド直径＜ 245μm 
またはパッド直径＞ 285μm

ハンダ ・ マスク定義 (SMD) ではなく 
非ハンダ ・ マスク定義 (NSMD) を推奨。 
ハンダマスクの開口径≦ 375μm

ハンダ ・ マスクの開口径＞ 375μm

Ni-Au 表面処理 ( ただし Au 厚みは 0.2μm
未満 ) またはソルダリング保存用有機コーティ
ング (OSP)

Ni-Au 表面処理で Au 厚みが 0.2μm 以上

HASL 処理

ステンシル 角形アパーチャ 丸形アパーチャ

250 × 250μm の角型アパーチャ 225 × 225μm 未満のアパーチャ

250 × 250μm を超えるアパーチャ

レーザ ・ カットと電気研磨 
またはアディティブ法ビルドアップ

化学エッチング

厚み≦ 100μm 厚み＞ 100μm

ハンダ ・ ペースト Type 3 ( 粒径 25 ～ 45μm) Type 2 または Type 1 ( 粒径＞ 45μm)

部品バンプ合金に合ったハンダ ・ ペースト合
金と実装プロセスを使用する ( 例えば鉛フリー
部品には鉛フリー ・ ペーストと鉛フリー ・ プロ
セスを使用する )

鉛フリーの micro SMD 部品と共晶ハンダ ・ ペーストとの
組み合わせ、 あるいはその逆

0.4mm ピッチ micro SMD (0.25mm 径 )

推奨 非推奨

プリント基板 205μm ＜パッド直径＜ 245μm パッド直径＜ 205μm またはパッド直径＞ 245μm

ハンダ ・ マスク定義 (SMD) ではなく 
非ハンダ ・ マスク定義 (NSMD) を推奨。 
ハンダ ・ マスクの開口径≦ 340μm

ハンダ ・ マスクの開口径＞ 340μm

ソルダリング保存用有機コーティング (OSP) 
または Ni-Au 表面処理 ( ただし Au 厚みは
0.2μm 未満 )

Ni-Au 表面処理で Au 厚みが 0.2μm 以上

HASL 処理

ステンシル 250 × 250μm の角型アパーチャ 225 × 225μm 未満の角型アパーチャ

250 × 250μm を超える角型アパーチャ

レーザ ・ カットと電気研磨 
またはアディティブ法ビルドアップ

化学エッチング

厚み≦ 100μm 厚み＞ 100μm

ハンダ ・ ペースト Type 3 ( 粒径 25 ～ 45μm) Type 2 または Type 1 ( 粒径＞ 45μm)

部品バンプ合金に合ったハンダ ・ ペースト合
金と実装プロセスを使用する ( 例えば鉛フリー
部品には鉛フリー ・ ペーストと鉛フリー ・ プロセ
スを使用する )

鉛フリーの micro SMD 部品と共晶ハンダ ・ ペーストとの
組み合わせ、 あるいはその逆

0.3mm ピッチ micro SMD (0.25mm 径 )

推奨 非推奨

プリント基板 145μm ＜パッド直径＜ 175μm パッド直径＜ 145μm またはパッド直径＞ 175μm

ハンダ ・ マスク定義 (SMD) ではなく 
非ハンダ ・ マスク定義 (NSMD) を推奨。 
ハンダ ・ マスクの開口径≦ 240μm

ハンダ ・ マスクの開口径＞ 240μm

ソルダリング保存用有機コーティング (OSP) 
または Ni-Au 表面処理 ( ただし Au 厚みは
0.2μm 未満 )

Ni-Au 表面処理で Au 厚みが 0.2μm 以上

HASL 処理
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micro SMD の実装における注意事項 (NSMD パッ ド を想定 ) ( つづき )

付録

Micro SMD Bump Site/Assembly Site Code Pin 1 Identification

変更履歴

0.3mm ピッチ micro SMD (0.25mm 径 )

推奨 非推奨

ステンシル 200 × 200μm の角型アパーチャ 180 × 180μm 未満の角型アパーチャ

200 × 200μm を超える角型アパーチャ

レーザ ・ カットと電気研磨 
またはアディティブ法ビルドアップ

化学エッチング

厚み≦ 100μm 厚み＞ 100μm

ハンダ ・ ペースト Type 3 ( 粒径 25 ～ 45μm) Type 2 または Type 1 ( 粒径＞ 45μm)

部品バンプ合金に合ったハンダ ・ ペースト合
金と実装プロセスを使用する ( 例えば鉛フリー
部品には鉛フリー ・ ペーストと鉛フリー ・ プロセ
スを使用する )

鉛フリーの micro SMD 部品と共晶ハンダ ・ ペーストとの
組み合わせ、 あるいはその逆

変更日 内容

2004 年 12 月 Table 6 を差し替え。 以前の Figure 8 を Figure 6 に。 Figure 7 と Figure 8 を差し替え。 「micro SMD の
実装における注意事項」 の表を修正。

2005 年 8 月 0.4mm ピッチ情報を追加。

2005 年 9 月 実装表面アセンブリに関する考慮事項セクションの 「ラージ ・ ドーム ・ バンプ」 の段落を追加。

2006 年 8 月 全体のレビューと小さな変更。

2006 年 10 月 0.5mm ピッチ (0.3mm 径 ) の注意事項を修正。

2006 年 12 月 「ハンダ ・ ペーストのリフローおよび洗浄」 セクションに項目を追加。

2007 年 3 月 Table 1 「Recommended PCB Pad Geometry」 を修正。

2007 年 6 月 Figure 1 を更新。 36 ピンの例を削除。 Table 2 を更新。 Figure 3 を差し替え。 
注意事項を全面的に更新。

2007 年 12 月 0.3mm ピッチの情報を追加。

2009 年 9 月 0.4mm ピッチ 64 ピン micro SMD パッケージの情報を追加。
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生命維持装置への使用について
ナシ ョナル セミ コンダクター社の製品は、 ナシ ョナル セミ コンダクター社の最高経営責任者 (CEO) および法務部門 (GENERAL
COUNSEL) の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用することは
認められていません。
こ こで、 生命維持装置またはシステムとは （a） 体内に外科的に使用されるこ とを意図されたもの、 または (b) 生命を維持あるいは
支持するものをいい、 ラベルによ り表示される使用法に従って適切に使用された場合に、 これの不具合が使用者に身体的障害を与
える と予想されるものをいいます。 重要な部品とは、 生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、 これの不
具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因とな りそれらの安全性や機能に影響を及ぼすこ とが予想されるものをいい
ます。

本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、 弊社ではその責を負いません。

また掲載内容は予告無く変更されることがありますのでご了承く ださい。

ナシ ョナル セミ コンダクター ジャパン株式会社

本社／〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料 （日本語 / 英語） はホームページより入手可能です。 www.national.com/jpn/

このドキュ メ ン トの内容はナシ ョナル セ ミ コンダク ター社製品の関連情報と して提供されます。 ナシ ョナル セ ミ コンダク ター社
は、 この発行物の内容の正確性または完全性について、 いかなる表明または保証もいたしません。 また、 仕様と製品説明を予告な
く変更する権利を有します。 このドキュ メン トはいかなる知的財産権に対するライセンスも、明示的、黙示的、禁反言による惹起、
またはその他を問わず、 付与するものではあ り ません。

試験や品質管理は、 ナシ ョナル セミ コンダクター社が自社の製品保証を維持するために必要と考える範囲に用いられます。 政府が
課す要件によって指定される場合を除き、 各製品のすべてのパラ メータの試験を必ずしも実施するわけではあ り ません。 ナシ ョナ
ル セ ミ コンダク ター社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務は負いかねます。ナシ ョナル セ ミ コンダク ター社の部品
を使用した製品および製品適用の責任は購入者にあ り ます。ナシ ョナル セ ミ コンダク ター社の製品を用いたいかなる製品の使用ま
たは供給に先立ち、 購入者は、 適切な設計、 試験、 および動作上の安全手段を講じなければなり ません。

それら製品の販売に関するナシ ョナル セ ミ コンダク ター社との取引条件で規定される場合を除き、ナシ ョナル セ ミ コンダク ター社
は一切の義務を負わないものと し、 また、 ナシ ョナル セ ミ コンダク ター社の製品の販売か使用、 またはその両方に関連する特定目
的への適合性、 商品の機能性、 ないしは特許、 著作権、 または他の知的財産権の侵害に関連した義務または保証を含むいかなる表
明または黙示的保証も行いません。

National Semiconductor とナシ ョナル セミ コンダクターのロゴはナシ ョナル セミ コンダクター コーポレーシ ョ ンの登録商標です。その他のブランド
や製品名は各権利所有者の商標または登録商標です。

Copyright © 2010 National Semiconductor Corporation
製品の最新情報については www.national.com をご覧ください。
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